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Elektronik-Grundlagen

Breite der Leiterhahnen nimmt ah, und die
Antahl der erforderl ichen Verhi ndrtngen
nimmt in. \Virci eine hohe PacLrtngsdichte
angestrebt, so niul. aLich enisprechend viel
Rarim für die Verhindung der einielnen
Koniponenten untereinander vorhanden
scm. Diesen scheinharen Widerspruch be
gegnet man iii professionellen Bereich
durch den Einsatz von Multi layer-Leiter-
platten. Abet- auch i m anspruchsvollen
Hohh -Bereich ist die these Prohlematik
von i3edeutung.

\Velcher Elektroni ker. der sich mit der
Eigenherstell Lill g von Lciterplatten heschiif-
tigt, ist noch nicht an die Grenzen der liii
ciner einseitigen Leiterhahn iUhrung real-
sierharen Schaltung gelangt? Selbst heim
Einsatz von nur konventioncllen passi yen
Baueleunenten rind ICs mi DIP-Gehhrise ist
die einseiti ge Leiterbahnfhhrung oft nicht
mehr ausreichend. Inshesondere hei Digi-
talsclialtungen sind dann hdufig viele Drahi-
hrUcken erlorderlich, vvodurch ncr ohne-
hin schon in geringe Rarim für die Leiter-
hahntuhrung noch weiler cingecngt wird.

Bei Scrienlertigringen ist weiterliin in
heacliten, daO jede ciniusetzendc Draht-
hrhcke mit zusdtzliclien Kostcn verhunden
isi. Vielfach wird der Einsati einer doppel-
seitigen Leiterplatte al lein arts diesen rein
wirtschaftliclien GrOnden bevoriugt.

Urn die Vorteile der doppelseitigen Lci-
terhalintuhrrtng vol I tint/en in kOnnen, mnif3
die MOglichkeit der Durchkontaktierning
in Form von elektrischen Verhi ndungen
,wischen Leiterhahnen antI der Besthk-
kungs- rind anti der LOtseite hesichen.

Bci der i ndustriel len Fertigning von dop-
pelseitigen Leiterplatten werden diese
Durchkontaktierungen durch spezielle che-
niische rind elektrochemische Verfahren
hergestellt. Das Verfahren ist rechi anti-
wendig und kosienintensi v. weshalb sich
der Markt im Bereich der durchkontaktier-
ten Le i terplatten Lind der M nit ii ayer al-If
eine recht hherschauharc Anzahl meist gr6-
f3erer I Ictsteller konientriert.

Fhrdcn I Iohhy-Elektroniker. der ihrsei-
ne Einzcl-Entwicklungen cinnial eine dop-
pelseitige Leiterpiatte henOtigt. 1st dcr Weg
Oher diese Anhieter autgrund der hohen
.,Anlauikostcn" nrir in Antsnahrnefhllen
ganghar.

Fine Lhsung für dieses Problem hietet
this hier vorgestel lie manntelle Vertiihrcn
inir Durchkontaktierung. Art igrrtnd der nnir
geritigen Kosten, mshesonderc arich der
niedrigeti Einstandskosten, ist das Vcriah-
ren hesonniers für den privaten Bercich,
jedoch auch für dcii gewerhlichen Einsatz,
gceignet, wenti es rim die Herstellung von
Einzelsthcketi geht.

Nach diesen allgemeineii \'orbetrach
tnlngcn wolien wir niiis nun dem Verfaliren
der iiiuinie lien I)rirchkontaktierung iii
Detail widnieti.

ow	 1

Von der Schaltung
zur Leiterplatte
TO 6
Ein Verfahren zur einfachen, manuel/en
Durchkontaktierung von einzelnen
Leiterplatten ste/len wir in diesem Artikel vor.

Aligemeines

Die Minialurisierung Von eiektronischen
l3auelementen schreitet imnier welter tort.
Heute werden fast alle güngigen ICs wie
Mi kroprozessoren. Controller, TTL- rind
CMOS-Bauelcmcntc rind auch vicie ana-
loge Bauelemente neben der dhhchen Ban-
form zusat7hch in SM D-AusfUhrung an-
gehoten.

Die Breite der Anschlul.pins von hoch-
i niegrierlen SM D-Komponenten Iiegt heute
lei Iweise schon Linter  03 mm ( ). Der Ah-
stand zwischen den einzelnen Anschlul3-
pins weist in etwa die gleiche CirOl3enord-
nung aol. Bei 10 mm x 10 mm Abmessun-
geli cities IC-Kunststoffgehduses gehOren
44 Anschlul3pins heute schon zum Stan-
dad.

Zwang sliiuflg w ird die Packungsdichte
auf den Leiterplatlen i mmer hdher, die
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Manuelle Durchkontaktierung

Zundchst vi d die doppelseitige Leiter-
platte nach der bekanntcn und in den vor-
angegangenen Artikel n hinreichend be-
schriehenen fvlethodi k hergestel It. mit cleni
einzigen tJnterschied. dad nun aLit beiden
Seiten der Platine Leiterhahnen vorhanden
sind. Die eigentlichc Verbindung der Lei-
terhahnen. d. Ii. die Durchkontaktierung
erfolgi Ober speiielle kleine Meta!lrdhr-
chen. auch Durchkontaktierungen genannt.
(lie an (len ell isprechenden Siel len in eine
iuvor eingehrachte Bohrung der Leiter-
platte eingcprel3t werden.

Es stehen 2 verschiedene Grhden von
Durchkoniaktierunesriihrcn zur Verli -
gung, die sich lediglich im Durchmesser
untei'scheiden. Durchkontaktierung A weist
cinen Audendurchrnesscr von 1.0mm aul.
wiihrend Durchkontaktierung B 1,2 mm
in f3t.

Da es sich urn kleine Röhrchen handeli,
kann die Durchkoniaktierung ouch gleich-
zeitig (lie Anschluf$pins von den verwen-
deten Bauelemenien aulnehnien, Wic (lies
auch hei industriel I durchkontaktierien
Lei lerplatten tihI ich ist.

Fill Layout. (las ursprdnglich hr eine
prolessionelle Durchkoniakticrung vorge-
selien ist, kann prinzipiell ouch mit der hier
vorgesteilten Methode durchkontaktiert
we]-den. Die Prufung der Funktionalitht

Bud 2: Ansicht
des Hand-
Einsetzwerkzeuges

einer Plaiine kann hierdurch aol einlache
und preiswerte Weise erlolen, hevor (lie
Leilerplatte in Serie gehi und industriell
gefertigt svial.

Entsprechend den Anschlu131)ins der ver-
wendeten Bauelemente wird entweder (lie
Durclikontaktierun A (I mni-Bohrunz
erforderl ich) oder Durchkontaktierung B
(1,3 mm-Bohnin( l erlorderlich) eingesetzt.

Ahhildung I ieigt (lie genauen Ahrnes-
sungen der Durchkoniaktierungcn. Mit ci-
ncr Ldnize von 3.( rnni Sind sic genau fOr
das Standard-Leiierplatienmaterial mit ci-
ncr Materialstirke von 1,5 mm ausgelegi.

Nachdeni (lie Leiterplatte enisprechend
gchohrt is(, werden (lie Durchkoniaktie-

rungen mit Hilfe cines speziellen Hand-
Einsetzwerki.euges (Ahhildung 2) in (lie
Bohrungen (1cr Platine eingehracht. Hier-
hei ist es wichtig. dad (lie Durchkontaktie-
rung aol heiden Seiten (Icr Platinc nahezu
den gleichen Uherstand aufweist.

Die Vorgehensweise sieht hierbei wie
folgt aus:

Zuerst wird (lie Durchkontaktierung aol
(lie Spitze des Hand-Einsetzwerkzeuges
aufgesteckt und dann in (lie vorgesehene
Bohrung der I emierplaUe eingeprel3i. Durch
die in her Mille der Durchkontakiierung
vorhandenc Rillung wird Cill sicherer Halt
in (Icr Leiterplatte gewiihrlemstei.

Nachdeni siimtliche Durchkontaktierun-
gen in (lie Leiterplatte cingebracht sind,
werden sic zunichst nur auf der Besthk-

N

Bud 3: Schnitt durch eine Leuterplatte
mut eungesetzter Durchkontaktierung

kungsseiie mit (len Leiterhalinen \VC ill

AhhildLmng 3 dargestellt vcrlhtet. Hmerbei
ist darauf zu achten, dad dos Inncre (Icr
Durchkontakticrung nicht nit Ldtzinn vcr-
schiossen wird. Wird zum Uteri eine feine
Lhtspitzc sowie dunnes Elektronik-Lht-
zinn vcrwendet, so ist (lies problemlos
rnhglich.

Ein schnelles und sicheres Vcrlhien wird
nicht zulctzt ouch durch dos Material ( Mes-
simig. ver/inni ). aus (1cm (lie Durchkontak-
tierungen geleriig sind. gewohrlcistet.

Die Spiitc des Lhtkolhens isi (label von
a1-113cn Lill Durchkontakiierungshtilse zu
fhhren. wohei glemchzeitig ouch her Rand
des Lotaugcs mit erhitzt wird. Unter Zuga-
be VOil ciner ganz klcincn Menge Lhtzinn
(am hesten Lhtdraht mit einem DLmrchmes-
ser von 0.5 mm) wird dann die Lotung
ausgeluhrt.

Nachdcm (lie Leiterplatte anschl icl3end
in gewohnter Weise hestUckt wurde, er-
lolgt dos AnlOten her Bauelernentc out der
Ploti ncnuntersci c mitsamt (Icr Durchkon-
taktierungen. DLOch (lie Kapi I larwirkung
i nnerhalh her Durchkontoktmerung verden
dahei vorhandenc Anschlul3pmns voliston-
dig mit Lhii,i nn unischlosscn mid ouch (lie
Durchkoniaktierungen sclhst erlialten Hire
elektrische VerhindLmng zu dcii Lotaugcn
auf der Leiterhahnscite der Platmne. Dment
(lie Durchkontaktierung nicht gleichzcitig
als Anschlul3punki für ein Bauelemcni, so
ist ledigliclm ciii Vcrlhtcn mit (len Lotaugen
au I (Icr Plati nenu ntersemie erforderl ich.
wohei in diesem Fall dann cm ,.VolIautcn"
(les Durchkontakticrungsrhhichcns cine
Rolle spielt.

Mit (1cm vorsiehend besclirichcncn rccht
cinlochen VcrIahren lassen sich out lircis-
werte Weise Durchkoniaktierungen bei
einzclnen Leitcrplaiten herstel len. Werden
jedoch hdufiger (lurchkomltaktiertc Plati-
ncn benhi i gt. i si (Icr manuel Ic A ufwand
dafhr rccht hoch. Im lolgenden Teil dmeser
Artikclserie stellen vir Ihnen daher ciii
weiteres Durchkontaktmerungsverfahren
vor. (los auf elektrocheniischcr Basis or-
beitet. and has speziell für (lie Aniertmgung
von Einzelstdcken oder klcinen Serien ge-
cignci isi.
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Bud 1: MaBskizzen der Durchkontaktierungshülsen
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